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报告简介
先进封装材料是用于先进封装工艺，以满足芯片更高性能、更小尺寸、更高集成度等需求的一类关键材料。
先进封装是相对于传统封装而言，通过缩短I/O间距与互联长度、提高I/O密度等方式，有效提升芯片性能，具备高内存带宽、能耗比与性能，可实现多芯片、异质集成及高速互联的封装技术。先进封装材料则是支撑这些先进封装技术实现的基础，包括但不限于封装基板、环氧塑封料、电子胶粘剂、底部填充胶、聚酰亚胺、光刻胶、抛光液和抛光垫、靶材、湿电子化学品等。
例如环氧塑封料是用于半导体封装的一种热固性化学材料，主要成分为环氧树脂、硬化剂、二氧化硅及其他添加剂，能为芯片提供导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。底部填充胶是倒装、2.5D/3D封装的关键材料，能缓解芯片、焊料和基板三者因热膨胀系数不匹配产生的内应力，提高芯片抗跌落与热循环可靠性。
2024年中国先进封装材料市场580亿元，需求结构上，ABF载板、EMC&Underfill、PSPI&干膜、电镀液/光刻胶是四大主力赛道。
“前道化”明显，先进封装需要光刻、刻蚀、电镀、CMP，与晶圆厂共用部分设备，台积电/三星/Intel把封装纳入Fab工序，国内中芯、长鑫、粤芯同步布局。高密度、低应力，BumpPitch小于20μm，RDLL/S小于2μm，要求材料具备小于10ppm/℃CTE、小于3.0Dk的高频低损性能。
国产龙头加速突破：ABF载板：深南电路、珠海越亚、南亚新材;PSPI/BCB：华海诚科、飞凯材料、德邦科技;光刻胶：雅克科技、上海新阳、容大感光;电镀液：艾森半导体、光华科技、上海新阳。
主要痛点：高端材料验证周期长：客户端需12–24个月可靠性考核，Fab认证窗口有限;关键原材料单体/树脂90%依赖日美，供应链安全仍受制约;高端封装基板产能缺口：2024年仅ABF载板缺口即达15%—20%，成为AIGPU量产瓶颈。
中国先进封装材料行业已完成“技术跟随—产能扩张—高端突破”的三级跳，目前进入“深水区”攻坚期。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据国家统计局、商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国先进封装材料市场进行了分析研究。报告在总结中国先进封装材料发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国先进封装材料的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为先进封装材料企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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